
砥石の中から研削液供給実現！
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高脆性材料GaN/Al2O3ウェーハ用研削砥石

研削液を砥石の中から滴入し被
削材に充分な研削液の供給を実
現しました。

従来から課題でありました研削液
の供給を砥石の中から滴入するこ
とにより研削スピードの効率化と
目詰まり防止効果を高めました。

温度変化による研削性能のバラ
ツキや、砥石の局部温度上昇によ
る早期炭化を防ぎ安定した研削
加工を実現いたします。 100μｍ500μｍ研削量

80ｒｐｍ100ｒｐｍウェーハテーブル回転数

1000ｒｐｍ1800ｒｐｍ砥石回転数

10μ/min20μ/min砥石研削速度

φ450ｍｍΦ450ｍｍ砥石径

プローブタイプ

＃230/270

ポーラスタイプ

＃230/270
研削加工条件

■GEP-3Xでの研削条件

ＣＥＧ‐200‐250Ｘ‐ＰＯ ＳＤ-325Ｐ-160-ＶＰ

FEATURESFEATURES

GaN/Al2O3 専用高脆材研削用砥石

エッジチッピングの大幅低減

集中度180 研削効率大幅Ｕ
Ｐ！
ビトリファイドボンディング

ポア効果による目詰まり解消

ポーラスセラミックス砥石

砥石の磨耗が少ない高寿命

極薄GaN/Al2O3ウェーハ用に新たに開発されたEG200-250Ｘ-ＰＯとＳＤ-325Ｐ-160-ＶＰはダイヤモンド
の集中度が他社製品80～120に対し集中度180と非常に高く、髙密度性を保ち、細粒発泡技術を実現
し砥石の目溜まりを低減させ、脅威の研削効率を発揮します。他に類のない画期的なポーラスセラ
ミックビトリファイド砥石とプローブタイプの2種類を研削条件に合わせてご使用下さい。
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